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INTRODUCAO

Avancos tecnoldgicos expandiram o mercado de equipamentos elétrico eletrénicos (EEE),
ocasionando uma producdo extensiva de residuos de equipamentos elétricos e eletronicos (REEE)
(Naseri et al., 2023, Vakilchap e Mousavi, 2024). As placas de circuito impresso (PCBs) sdo
componentes essenciais em praticamente todos os dispositivos eletrénicos, desde smartphones e
computadores até eletrodomésticos e dispositivos médicos. Esse crescimento na demanda por
eletrbnicos tem gerado um aumento proporcional na quantidade de REEE, dos quais os PCBs
representam uma frag&o significativa devido a sua complexidade e sua composi¢do com metais valiosos,
como cobre, aluminio, prata e ouro, e metais perigosos, como chumbo, estanho, bromo, mercurio e
niquel, que representam riscos ambientais, (Narayanasamy, 2017; Li et al., 2021).

Alguns fungos tém a capacidade de sobreviver em ambientes contendo metais toxicos devido
as suas propriedades fisiologicas, incluindo a producdo de enzimas e metabdlitos secundarios que
reduzem a toxicidade do metal (Liu et al., 2024). Além disso, a parede celular do fungo apresenta grupos
funcionais que se ligam com metais pesados por meio de adsor¢do eletrostatica ou complexagédo
(Priyadarshini et al., 2021; Liu et al 2024).

Os fungos podem apresentar capacidades de degradar poluentes e minimizar o efeito de metais
pesados no meio ambiente (Dusengemungu et al., 2022). Portanto, o objetivo deste trabalho foi testar a
capacidade metabolica do fungo filamentoso Aspergillus tubingensis UCP1208 em meio contendo
particulas de residuos elétricos triturados de PCBs em diferentes concentracdes, visando utiliza-lo em
tratamentos biol6gicos sustentaveis e com baixo custo para biorremediar os poluentes e recuperar metais
valiosos presentes nesses residuos.

MATERIAIS E METODOS

O meio de cultura utilizado para avaliar a tolerancia do fungo Aspergillus tubingensis frente a
diferentes concentragdes de placas de circuito impresso (PCBs) foi Agar Sabouraud (10 g/L de peptona,
40 g/L de dextrose e 20 g/L de agar). Os PCBs foram previamente triturados e peneirados com
granulometria mesh 60 (250 um) e adicionados ao meio nas concentra¢des de 0,3%, 0,6% e 1%
(equivalente a 0,03 g/L, 0,06 g/L e 0,1 g/L, respectivamente). Ap6s a adicdo dos PCBs, o meio foi
esterilizado em autoclave e distribuido em placas de Petri. O meio Agar Sabouraud sem PCBs foi
utilizado como controle.

As placas foram incubadas a 28°C por 7 dias. Apos o periodo de incubacéo, foram realizadas
andlises macroscopicas e microscopicas para avaliar o crescimento do fungo e possiveis alteracdes
morfoldgicas em resposta as concentracdes de PCBs,
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RESULTADOS E DISCUSSAO

A tolerancia do fungo filamentoso Aspergillus tubingensis UCP 1208 foi avaliada utilizando
particulas trituradas de PCBs para investigar seu comportamento frente a diferentes concentracdes de
metais presentes nesses residuos.

Apos 7 dias de exposi¢do, o fungo apresentou alteracdes na esporulacdo e no crescimento
micelial, como mostrado na Figura 1. Na Figura 1A, correspondente ao controle, observa-se uma
producdo abundante de esporos pigmentados. No entanto, quando submetido a diferentes concentracdes
de PCBs, ocorreram alteracGes significativas na esporulacdo. Apesar dessas mudancgas, o crescimento
micelial n&o foi inibido (Figuras 1B, 1C e 1D). Além disso, a coloracdo do meio, que inicialmente
apresentava uma tonalidade esverdeada devido a presenca dos PCBs, tornou-se amarelada apos o
crescimento do fungo, sugerindo a producdo de acidos (Figuras 1D). Segundo Palanivel et al. (2023),
fungos desse género podem produzir 4cidos como oxalico, citrico, maleico e latico. Quando expostos a
metais pesados, esses acidos sdo produzidos em maiores quantidades, auxiliando no processo de
biolixiviagdo (Liu et al., 2024).

Figura 1 — Aspectos macroscdpicos do fungo Aspergillus tubingensis em placas de Petri contendo meio
Sabouraud com particulas de PCBs. (A) controle. (B) 0.3% de PCBs; (C) 0.6% de PCBs e (D) 1% de
PCBs

Contaminante

Fonte: Autor (2024).

Na analise microscépica, como mostra na Figura 2, mostra o Aspergillus tubingensis UCP 1208,
a producdo de estruturas reprodutivas (producéo de conidios) e auséncia de estruturas de resisténcia, no
meio sem adi¢do do residuo. Na figura 2B, revela a producédo de clamiddsporos, estrutura de resisténcia,
resultado do estresse submetido ao residuo a 1%. A Figura 2B. A producdo dessas estruturas indica um
mecanismo de resposta desenvolvido pelo microrganismo para se adaptar a um ambiente com altas
concentracdes de metais toxicos. Além disso, o micélio se apresentou mais compacto em relacdo ao
controle. Segundo essa alteracdo é devido a altas concentracdes de metais, especialmente o cobre, que
interferem na sintese de quitina da parede celular.

Figura 2. Analise Microscopica do Aspergillus tubingensis UCP 1208. (A) Meio controle, com o fungo
crescendo sem a adi¢do de PCBs, mostrando a producdo de estruturas reprodutivas (conidios).; (B)
Cultivo com 1% de PCBs, apresentando a presenca de clamiddsporos, indicativos de estresse devido ao
residuo.

Fonte: Autor (2024).



ﬂ‘:"".}_:‘? -
A i
. 4 .

’} ﬁE"} I Congresso Internacional
&\ =\ - em Saude e Desenvolvimento Socioambiental
% / fa{ Garanhuns, Brasil

! . 2024

CONSIDERACOES FINAIS

O estudo confirmou que Aspergillus tubingensis UCP 1208 demonstra tolerancia e adaptacoes
a diferentes concentragdes de particulas de PCBs. A analise macroscdpica, mostrou que o crescimento
micelial ndo foi inibido pelas concentragdes do residuo testadas e que a alteragdo na coloragdo do meio
sugere a producgdo de &cidos. A andlise microscopica indicou a producdo estruturas de resisténcia, em
resposta a concentracdo mais alta de PCBs, indicando uma adaptacdo ao estresse causado pelos metais.

Esses resultados indicam que A. tubingensis UCP 1208 pode ser eficaz na biorremediacdo de
residuos eletronicos, devido a sua tolerancia a metais pesados e a capacidade de produzir &cidos que
favorecem a biolixiviacdo de metais. As evidéncias destacam o potencial do fungo para aplicacfes em
processos de biorremediag&o e recuperacdo de metais preciosos, contribuindo para a gestdo sustentavel
de residuos eletronicos.

PALAVRAS-CHAVE: Resisténcia fungica. PCBs. Fungo filamentoso. Biolixiviacdo. Metais
preciosos.
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